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(54) Thermoplastische Klebstofffolie 

(57) Thermoplastische Klebstoffolie zum Implantie- 
ren von elektrischen Modulen in einen KartenkiSrper. 
der mit einer Aussparung versehen ist, in die ein elek- 
tronisches Modul anzuordnen ist, das auf der ersten 
Seite mehrere Kontaktflachen und auf der der ersten 
Seite gegenuberliegenden zweiten Seite einen IG-Bau- 
stein aufweist. dessen AnschluBpunkte uber elektrische 
Leiter mit den Kontaktflachen verbunden sind. wobei die 
Klebstoffolie zur Verbindung der zweiten Seite des 
Moduls mit dem Kartenkcrper dient, dadurch gekenn- 
2eichnet, daB die Klebstoffolie die Kombination folgen- 
der Bestandteile, namlich 

i) eines thermoplastischen Polymers mit einem 
Anteil von 40 bis 100 Gew.-%. und dazu 
it) emes Oder mehrerer klebrigmachender Harze mil 
etnem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% Oder alternativ 
iii) von Epoxidharzen mit Hartern mit einem Antei! 
von 5 bis 40 Gew.-%, 



aufweist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung beschreibt eine thermoplastische Klebstoffolie, wie sie zum Implantieren von elektrischen Moduten 
in einen Kartenkorper unter Einwirkung von Druck und Warme verwendet wird. Der fertig verkJebte Verbund wird als 
Xhipkarte" Oder ..Smart Card" bezeichnet. 

Datentrager mit integriertem Schattkreis sind bekannt und weit verbreitet, z. B. als Telefonkarten. Iderrtrf ikations- 
karten, Bankkarlen o. a. Die Tragerelemente fur die Chips • auch Module genannt - werden in die entsprechend dimen- 
sionierten Aushohtungen des Kartenkorpers maschinell in schneller Folge implantiert. Zur Fixierung dient dabei ein 
Klebsystem. 

Allerdings sind nicht alle Klebsysteme fur diese Aufgabe geeignet. Klebstoffe mit Losungsmittel greifen das Karten- 
material an. wahrend zweikomponentige Reaktionsklebstoffe nicht schneJI genug ausharten. 

Vielfach eingesetzt werden flussige Klebstoffe auf Cyanacrylat-Basis ( Methyl- bis Butylester ), weil diese bei 
Raumtemperatur schnell ausharten. Fur Arbeitstakte unterhalb einer Sekunde. wie sie heute bereits in der Herstellung 
derartiger Karten gefordert werden. ist die Reaktionsgeschwindigkerl allerdings zu gering. Weiterhin bestehen Nach- 
teile darin. daB durch wechselnde Luftfeuchtigkett und durch die Polaritat des Kartenmatenats eine Beeinflussung der 
Aushartung nicht ausgeschlossen werden kann. SchlieBlich konnen Produktionsstorungen durch ungezteltes Aushar- 
ten des Klebstoffs im Bereich der Produktionslinie. z. B. ein Verstopfen der Auftragsdusen, auftreten. Ebenfalls ungun- 
stig ist das gelegentlich auftretende Ausquetschen von Klebstoff zwischen Modul und Karten material. Daruber hinaus 
ist die entstehende sprCdharte Klebefuge als nachteilig anzusehen. weil ein haufiges Biegen der Chipkarte zum Versa- 
gen der VerkJebung ftihren kann. 

Selbstklebende Systeme. wie sie in EP-A 521 502 beschrieben werden. erfullen zumeist nicht die Anforderungen 
an die Festigkeitder Verklebung. so daB mit diesen hergestellte Daterttrager oft nicht den an sie gestellten Anspruchen 
bezuglich Einsatzsicherheit gerecht werden. 

Auch die in EP-A 493 738 als HeiBklebeband (17) gekennzeichneten filmformigen Schmelzklebstoffe. die soge- 
nannten Hotmelts. die z. B. als Ethylenvinylacetat ( EVA ) oder Styrolbutadien-Copolymer ( SBS ) bei Raumtemperatur 
eher plastisches Verhalten aufweisen, werden nicht alien an sie gestellten Anforderungen beim VerWeben des Moduls 
mit dem Kartenkorper gerecht, insbesondere erreichen sie nicht die benotigte Warmefestigkeit. 

Die bekannten Datentrager und deren Herstellung weisen demnach fur die Praxis bedeutsame Nachteile auf. Bei 
mit herkommlichen Klebern hergestellte Datentragern ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit fur sehr groBe Stuckzahlen 
zu gering. Aber auch die thermoaktivierbaren. reaktiven Klebefolien sind nicht ohne Einschrankung einsetzbar. Derar- 
tige Klebfolien. die mit einer Dicke von ungefahr 70 jim im Handel zu beziehen sind. verlangen beim HeiBverpressen 
eine Temperatur von mindestens 120 °C. urn zu einer verlaBlichen Verklebung zu ftihren. Bei einer derartigen, auch 
kurzzeitigen Temperaturbeanspruchung werden die aus Kunststoff gefertigten Datentrager aber leicht beschadigt. Fer- 
ner treten im Boden der Datentrager Verformungen auf. die die spatere reibungslose Verwendung der Datentrager 
beeintrachtigen kOnnen. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde. eine Klebstoffolie zu schaffen. die selbst und bei ihrer Verwendung 
die Nachteile des Standes der Technik nicht Oder zumindest nicht in dem Umfang aufweist. 

Gelost wird diese Aufgabe durch eine Klebstoffolie, wie sie in den Patentanspriichen naher gekennzeichnet ist. 

Thermoplastische Klebstoftolien auf der Basis von Polymeren wie Polyurethanen. Polyestern Oder Polyamiden 
genugen den an sie bei der Verklebung von Modulen mit dem Kartenkorper gestellten Anforderungen bereits zu einem 
groBen Teil. Hone Kohasion und spezifische Haftung auf Kunststoffen bewirken hohe Verbundfestigkeit. Weiterhin 
gewahrleistet die bei Raumtemperatur dominierende hohe Elastizitat gute Biegefestigkeit, 

Uberraschend gelang es nun, durch Zusatze von nichtreaktiven Harzen und/oder reaktiven Harz/Harter-Systemen 
die hohen Aktivierungstemperaturen der unmodifzierten Polymere zu senken, ohne die guten Verklebungseigenschaf- 
ten zu beeintrachtigen. 

Die bevorzugte Ausfuhrungsform der erf indungsgemaBen thermoplastischen Klebstoffolie basiert auf einem ther- 
moplastischen Polyurethan. Thermoplastische Polyurethane { TPU ) sind als Reaktionsprodukte aus Polyester- Oder 
Polyetherpolyolen und organischen Diisocyananten wie Diphenylmethandiisocyanat bekannt. Sie sind aus uberwie- 
gend linearen Makromoiekulen aufgebaut. Solche Produkte sind zumeist in Form elastischer Granulate im Handel 
erhaltlich. z. B. von der Bayer AG unter dem Handelsnamen B Desmocoll". 

Mittels Extrusion durch eine Breitschlitzduse lassen sich thermoplastische Polyurethane zu einer Folie verarbeiten. 
Eine andere bekannte M6glichkeit besteht in der Ausbreitung von TPU-Losungen auf silikonisiertem Papier mit 
anschlieBender Trocknung. wobei beispielsweise Ethytacetat als Losungsmittel eingesetzt werden kann. Die Erwei- 
chungstemperaturen dieser TPU-Folien liegen in ahnlicher GroBenordnung wie die der ublichen Materialien, aus denen 
die Kartenkorper hergestellt werden. Eine Verwendung als Klebstoffolie zum Implantieren der Module ist daher nur ein- 
geschrankt moglich. denn beim HerstellungsprozeB mufider PreBstempel des Klebautomaten so hoch emitzt werden, 
daB das Kartenmaterial mi^erformt wird. Solch verformte Karten sind aber in der Regel fur den spateren Gebrauch 
nicht geeignet. 
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_ . J mit ausgewahlten vertraglichen Harzen kann c^^rweichungstemperatur der Kleb- 

stoffotie ausreichend gesenkt werden, so dafi eine Verformung des Kartenkerpers wahrend des HerstellungsprozeBes 
ausgeschlossen ist. Parallel dazu tritt sogar eine Erhdhung der Adhasion auf. Als geeignete Harte haben sich beispiels- 
weise bestimmte Kolophonium-, Kohlenwasserstoff- und Cumaronharze erwiesen. 
5 Alternativ oder erganzend dazu kann die Reduzierung der Erweichungstemperatur der Klebstoffolie durch die 

Kombination von TPU mit ausgewahlten Epoxidharzen auf der Basis von Bisphenol A und/oder F und einem latenten 
Harter erreicht werden. Eine Klebstoffolie aus einem derartigen System erlaubt ein Nachharten der Klebfuge, entweder 
allmahlich bei Raumtemperatur ohne jeden weiteren auGeren Eingritf Oder kurzzeitig durch eine gezielte Temperierung 
der Karten nach der Herstellung. Auf diese Weise kann ein spateres, zerstOrungsfreies Herauslosen des Chips in kri- 
w mineller Absicht, z. B. unter Verwendung eines ublichen BOgeleisens, unterbunden werden. 

Die erfmdungsgemSBen Klebstoffolien zeichnen sich durch eine Reihe von Vorteilen aus: 



Sie besitzen eine hone Kohasion und Elastizitat bei Raumtemperatur. 

Sie zeigen eine hone Adhasion auf den ublichen Chip-Kartenmaterialien wie beispielsweise PVC, PC, PET oder 
is ABS. 

Sie sind aktivierbar unterhalb der Erweichungstemperatur der Kartenmateh alien. 

Daruber hinaus weisen Chipkarten, deren Module mit einer erfindungsgemaBen Klebstoffolie eingeklebt werden, 
eine besonders hohe Biegefestigkeit auf. Dies beweist die Durcnfuhrung eines Dauerbiegetests unter standi gem Last- 
20 wechsel nach DIN EN 20 1 78. 

Im folgenden soil die erf indungsgemaBe Klebstoffolie mit Hilfe von Beispielen naher beschrieben werden. ohne die 
Erf indung damit unnotig einschranken zu wollen. 

Die aufgefuhrten beispielhaften Zusammensetzungen fur die Klebstoffolie lassen sich durch Veranderung von 
Rohstoffart und -anteil in weitem Rahmen variieren. Ebenso kiJnnen weitere Produkteigenschaften wie beispielsweise 
25 Farbe, thermische oder elektrische Leitfahigkeit durch gezielte Zusatze von Farbstoffen, mineralischen bzw. organi- 
schen Fullstoffen und/oder Kohlenstoff • bzw. Metallpulvern erzielt werden. 

Die nachstehend beschriebenen Produkte kOnnen sowohl Idsungsmittelfrei als auch aus Losung hergestelK wer- 
den. 

Bei der losungsmittelfreien Herstellung werden die einzelnen Bestandteile im Kneter bei 130 °C vorgemischt und 
30 anschlieBend bei 110 bis 120 °C uber eine Breitbandschlitzduse zu einer Foiie extrudiert und auf Trennpapier aufge- 
wickelt. Diese Herstellungsweise ist fur dickere Folien von 50 bis 500 Mm und daruber geeignet. 

Bei der Herstellung der Klebstoffolie aus Losung werden die Bestandteile in einem Losungsmtttelgemisch aus 30 
Gew.-% Ethylacetat, 40 Gew.-% Aceton und 30 Gew.-% Benzin gelost, vorzugsweise mit einem Feststoffanteil von 
ungefahr 40 Gew.-%. Diese Lbsung wird mittels Rakel in definierter Schichtstarke auf Silikonpapier aufgebracht und 
35 getrocknet. Das Verfahren eignet sich zur Herstellung dtinner Klebstoffolien mit Trockenschichtdicken zwischen 10 und 
100 pm. 

Beispte! 1 





Handelsbezeichnung 


Anteil in Gew.-% 


Thermoplast. PU ( TPU ) 


Desmocoll 400 ( Bayer AG ) 


70 


Kolophoniumharz 


Harz 731 D ( Abieta Chemie ) 


18 


Kohlenwasserstoffharz 


Harz KW 20 ( Rutgers VfT ) 


11,5 


Si0 2 , amorph 


Aerosil 200 ( Degussa ) 


0,5 



50 Beispiel 2 





Handelsbezeichnung 


Anteil in Gew.-% 


Thermoplast. PU { TPU ) 


Desmocoll 540 ( Bayer AG ) 


65 


Epoxidharz ( Bisphenol A ) 


Rutapox 0164 ( Bakelite AG ) 


30 


Dicyandiamid 


Dyhard 100 S ( SKW Trostberg ) 


3 



3 
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Handelsbezeichnung 


Anteil in Gew.-% 


Si0 2 , amorph 


Aerosil R 202 ( Degussa ) 


2 



Bei einer Chipkarte, die mit einer Klebstoffolie nach Beispiel 2 hergestellt wird, ist ein nachtragliches, miBbrauchli- 
ches Entfernen des Chips kaum mehr moglich. wenn diese nach dem eigentlichen Herstellungsprozefi noch fur 10 
Stunden bei einer Temperatur von circa 90 °C gelagert wird. 

Patentanspruche 

1 . Thermoplastische Klebstoffolie zum Implantieren von elektrischen Modulen in einen Kartenkfirper. der mil einer 
Aussparung versehen ist. in die ein elektronisches Modul anzuordnen ist, das auf der ersten Seite mehrere Kon- 
taktflachen und auf der der ersten Seite gegenuberliegenden zweiten Seite einen IC-Baustein aufweist, dessen 
AnschluBpunkte uber elektrische Leiter mit den Kontaktf lachen verbunden sind, wobei die Klebstoffolie zur Verbtn- 
dung der zweiten Seite des Mod u Is mit dem Kartenkorper dierrt. dadurch gekennzeichnet, daB die Klebstoffolie die 
Kombination folgender Bestandteile, namlich 

i) etnes thermoplastischen Polymers mit einem Anteil von 40 bis 100 Gew.-%. und dazu 

ii) eines Oder mehrerer kJebrigmachender Harze mit einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% Oder alternatJv 

iii) von Epoxidharzen mit Hartern mit einem Anteil von 5 bis 40 Gew.-%, aufweist. 

2. Thermoplastische Klebstoffolie nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem thermoplastischen 
Polymer urn ein Polyurethan handelt. 

3. Thermoplastische Klebstoffolie nach Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet. daB die Klebstoffolie mit einem oder 
mehreren Additiven wie Farbstoffen. mineralischen bzw. organischen Fullstoffen, beispielsweise Silziumdioxid, 
Kohlenstotfpulvern und Metallpulvern abgemischt ist. 

4. Thermoplastische Klebstoffolie nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Klebstoffolie eine Dicke von 1 0 
bis 100 pm aufweist. 

5. Thermoplastische Klebstoffolie nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. daB die Klebstoffolie fur ein HeiBver- 
pressen bei Temperaturen unter 120 *C, insbesondere bei 80 bis 100 °C, geeignet ist. 

6. Thermoplastische Klebstoffolie nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. daB die Klebstoffolie die gleichen 
MaBe wie das Modul hat und als Stanzling vorliegt. 

7. Verwendung einer thermoplastischen Klebstoffolie nach einem der Anspruche 1 bis 6 zum Implantieren von elek- 
trischen Modulen in einen Kartenkflrper. der mit einer Aussparung versehen ist. in die ein elektronisches Modul 
anzuordnen ist. das auf der ersten Seite mehrere Kontaktf lachen und auf der der ersten Seite gegenuberliegenden 
zweiten Seite einen IC-Baustein aufweist. dessen AnschluBpunkte uber elektrische Leiter mit den Kontaktf lachen 
verbunden sind. wobei die Klebstoffolie zur Verbindung der zweiten Seite des Moduls mit dem Kartenkflrper dierrt. 
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